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トピックス5 半導体プロセスイノベーション「ミニマルファブ」の構築
　半導体産業は、ユーザーニーズの多様化による多品種少量あるいは変種変量生産への対応の必要性
から、生産性の面で、半導体プロセス工場（ファブ）の革新が求められている。2011 年 4 月、（独）
産業技術総合研究所はミニマルシステムグループを発足させ、プロセスおよび装置開発を本格的に始
動させた。同研究所を中心とする産学官 51 機関の委員で構成するファブシステム研究会が、クリー
ンルームを不要とし、各種プロセス用の装置幅を 30 cm 程度とする省スペースでのラインであるミ
ニマルファブ構想を提案している。この構想を踏まえ、2011 年度中にプロトラインの実証を目指す。
ミニマルファブが構築されれば、企業や研究機関における研究開発のスピードアップが図られ、半導
体の他に MEMS やバイオチップなどの多品種少量生産への展開が期待される。
　半導体産業はこれまで、デバイスの微細化と基
板の大口径化による集積回路の性能と生産性の向
上によって牽引されてきた。しかしながら、近年は、
ユーザーニーズの多様化による多品種少量あるい
は変種変量生産への対応の必要性から、生産性の
面で、半導体プロセス工場（ファブ）の革新が求
められている。
　（独）産業技術総合研究所では、有志が中心とな
り、産学官 51 機関（内産業界 42 社）の委員で構
成されるファブシステム研究会を組織し、次世代
の半導体プロセスファブのあり方について議論し
た。その結果として、集積回路が 1 チップ作製で
きるハーフインチサイズ（直径約 13 mm）のウェ
ハープロセスを採用することで、クリーンルーム
を不要とし、各種プロセス用の装置幅を 30 cm 程
度と省スペースのプロセスラインである「ミニマ
ルファブ」構想を提案した（図表 1）1）。これを踏
まえ、同研究所では、2011 年 4 月に、ミニマルシ
ステムグループを発足させた。同研究所のメンバー
と研究会の参画企業は共同で、各プロセス全ての
装置を 30 cm 幅のミニマル規格に収める設計と、
プロセスおよび装置の開発を進めている（図表 2）2）。
　ウェハーはシャトルと呼ばれる小型のクリーン
ケースに封入され、クリーンルームを必要としな
い。スペースコストが小さいばかりでなく、プロ
セスで用いる薬剤や廃液等、あるいは、消費電力
も最小限にできる。当面は、液相を用いたパター
ン形成プロセスについて、2011 年度の実証を目標
としている。一方、気相のプラズマ装置等の小型
化には課題が多く、基礎的な研究から進める。
　ミニマルファブの全体が構築されれば、企業や
研究機関におけるデバイスの試作開発の大幅なス
ピードアップが可能になる。さらに、半導体や光
学デバイスの多品種少量あるいは変種変量の生産
への適用に加え、MEMS やバイオチップ作製にも
適用できる。構成部品の全てに省スペース化が必
要で、製造業の高い技術力が要求されるため、日
本の技術力向上も図ることができる。また、各種
デバイスの生産が小規模の企業へ展開できるとい
う利点もある。
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図表 1　半導体プロセスファブの比較
図表 2　ミニマルファブのうちの1つのプロセス装置の外観
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